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покрытиями, исходные и прогретые при 250 °С электроды с покрытиями Cu – Sn независимо от выщела-
чивания) по потенциалу коррозии близки к электроду с прогретым при 400 °С выщелоченным покрытием 
Cu – Sn (см. рис. 6, а – в, кривые 2–4, 6, 7).

Рис. 6. Коррозионные диаграммы электродов в 0,1 моль/дм3 растворе KOH: 
а – стальной электрод без покрытия (1) и с никелевым покрытием (2);  

б – электроды с невыщелоченными покрытиями Cu – Sn (3 – исходные, 4 – прогретые при 250 °С, 
5 – прогретые при 400 °С); в – электроды с выщелоченными покрытиями Cu – Sn 

(6 – исходные, 7 – прогретые при 250 °С, 8 – прогретые при 400 °С)
Fig. 6. Corrosion diagrams of electrodes in 0.1 mol/dm3 KOH solution: 

a – steel electrode (1) and steel electrode with nickel coating (2); 
b – unleached Cu – Sn coatings (3 – original, 4 – heated at 250 °C, 5 – heated at 400 °C); 

c – leached Cu – Sn coatings (6 – original, 7 – heated at 250 °C, 8 – heated at 400 °C)

Все покрытия Cu – Sn, как исходные, так и прогретые, характеризуются малыми токами коррозии, 
в 2–20 раз меньшими, чем токи коррозии для никелевых покрытий. Снижение тока коррозии особенно 
заметно в случае прогрева при 400 °С (см. рис. 6, б, кривая 5). Данный факт может быть обусловлен на-
личием в этих покрытиях большего количества устойчивых интерметаллических соединений после про-
грева, чем до прогрева. При выщелачивании, наоборот, токи коррозии возрастают, поскольку покрытия 
становятся менее плотными (см. рис. 6, в).

Заключение
Предложены состав раствора и условия электрохимического осаждения покрытий Cu – Sn (скорость 

осаждения 3 мкм/ч, плотность тока 2 мА/см2, ВТ 70 %) из стабильного этиленгликолевого электролита, 
содержащего 0,09–0,15 моль/дм3 CuCl2, 0,05 моль/дм3 SnCl4, 0,09 моль/дм3 Na2EDTA, 0,6 моль/дм3 HCl.


